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Abstract (en)
The method for cutting a moving sheet (10) of material, in particular, paper involves complete separation of its adjacent sections by means of
at least one cutting unit (24, 36) which is movable relative to the sheet in a plane substantially parallel to the sheet. The installation serving for
implementation of the proposed method includes at least one such cutting unit. It also includes winding cores (12) which are provided with plastic
covers, in particular, polyurethane covers.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Durchtrennen einer laufenden Materialbahn (10), insbesondere einer Papierbahn, bei dem die Materialbahn
nacheinander auf mehrere Wickelkerne (12, 14), insbesondere Tamboure, aufgewickelt und jeweils mit dem Aufwickeln auf einen neuen Wickelkern
(12) begonnen wird, wenn eine auf einem vorherigen alten Wickelkern (14) gebildete Wickelrolle (16) einen vorbestimmten Durchmesser erreicht
hat, wobei der neue Wickelkern (12) zwischen eine Wickelwalze (18), insbesondere eine Tragwalze, und den alten Wickelkern (14), dem die
Materialbahn (10) tber die Wickelwalze (18) zugefuhrt wird, gebracht und die laufende Materialbahn (10) vor der Wickelwalze (18) durchtrennt
wird, wobei die Materialbahn (10) mittels wenigstens einer Schneidvorrichtung, die in einer zur Materialbahn (10) etwa parallelen Ebene relativ zur
Materialbahn (10) bewegt wird, vollstandig durchtrennt wird. Die Erfindung betrifft auBerdem eine Vorrichtung zur Durchfiihrung dieses Verfahrens.
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